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マイクロインクリメンタルフォーミングによる薄膜の三次元造形
（右下のみセラミック薄膜，他はアルミ箔）

概念図（左図）と開発した二次元切削用工具（右図）

工具面上の微細表面テクスチャ（切削後の状態）

切削加工の固体・流体解析

薄膜のマイクロフォーミング 微細表面テクスチャを有する高性能工具

薄膜センサ内蔵型切削工具の開発
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エンドミル切削（上図）とMQL切削（下図）

◆ マイクロインクリメンタルフォーミングによる薄膜の３Ｄ造形
◆ 微細表面テクスチャ付き高性能コーテッド超硬の開発
◆ 薄膜センサ内蔵型切削工具の開発
◆ 航空宇宙材料の高速・高能率切削法に関する研究
◆切削加工の固体・流体解析

本研究室では、微細切削加工技術、金型の不要なオンデマンド対応の微細塑性加工技
術、微細なサーフェステクスチャを有する高性能なコーテッド切削工具、環境調和型切削
加工技術、航空宇宙材料の高速切削、これらの加工技術を可視化・評価するための加工
解析・計測技術に関する研究開発を行っています。
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